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國立成功大學 函
地址：701 臺南市東區大學路1號
聯絡人：郭怡鈴
聯絡電話：06-2757575#31309#518
電子信箱：cherrykuo@gs.ncku.edu.tw

受文者：國立虎尾科技大學

發文日期：中華民國112年4月10日
發文字號：成大產創字第1121101028號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨 (A09540000Q112110102800-1.pdf、A09540000Q112110102800-2.pdf)

主旨：檢送本校國巨-成大共研中心舉辦「2023國巨前瞻被動元

件專題論文競賽YAGEO Corporation Thesis 

Competition - Prospective on Passive Components活

動徵稿及報名公告」1份，敬請轉知所屬單位師生踴躍參

加及投稿，請查照。

說明：

一、國巨集團將於2023年6月1日（星期四）假本校勝利校區未

來館舉辦「國巨前瞻被動元件專題論文競賽」。本活動包

括：國巨日、口頭論文發表、海報論文展示、人才招募及

文創市集等，內容豐富多元。

二、徵稿主題包含：

(一)電子陶瓷元件及介電、絕緣及磁性材料。

(二)高頻通訊元件及低溫共燒陶瓷材料。

(三)陶瓷保護元件或功能陶瓷元件及材料。

(四)動元件封裝技術及材料。

(五)被動元件相關之製程、可靠度測試、分析技術與其前瞻

應用。

檔　　號:
保存年限:

6

國立虎尾科技大學

1120003710　112/04/10
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(六)車用電子元件及材料。

(七)Sensor元件及材料。

三、徵稿重要日期：

(一)重要截稿日：2023年4月30日。

(二)審查結果通知：2023年5月8日。

四、徵稿格式下載及摘要上傳網址：https://reurl.cc

/ZXVq8l；活動報名：https://reurl.cc/rLrzj4。

五、本活動免報名費，論文競賽提供高額獎金，請踴躍報名參

加及投稿。

正本：公私立大專校院
副本：本校國巨成大共同研發中心
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